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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に導電性金属組成物から適用されて１４０～＜２００℃の範囲の物体温度の乾燥
条件下で乾燥された導電性金属化部分を形成する際の使用に適した前記導電性金属組成物
であって、４０～３００ｎｍの範囲の平均粒度および３～１：１のアスペクト比を有する
銀粒子５０～９４重量％と、１００００～１５００００の重量平均モル質量を有する熱可
塑性ポリエステル樹脂１～４重量％と、前記熱可塑性ポリエステル樹脂のための稀釈剤４
～４９重量％とを含み、前記熱可塑性ポリエステル樹脂が直鎖ポリエステル樹脂であり、
前記組成物が基材上に６～１０μΩ・ｃｍの体積抵抗率を有する導電性金属化部分を形成
する能力を有する、導電性金属組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は導電性金属組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　韓国特許第２０１０００２９６５２Ａ号明細書には、フレークタイプの銀粉末６０～９
０重量％（ｗｅｉｇｈｔ－％）と、ポリエステルバインダー樹脂１０～４０重量％とを含
む低温乾燥可能な導電性ペーストが開示されている。フレークタイプの銀粉末は、１～１
０μｍの範囲の粒度分布を有するか、またはそれは、１００～５００ｎｍの範囲の粒度分
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布を有するフレークタイプの銀粉末を有する混合物として存在してもよい。１０～４０重
量％のポリエステルバインダー樹脂は、５～２０重量％のポリエステル樹脂固形物と５～
３５重量％の稀釈剤とから構成される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、４０～４５０ｎｍの範囲の平均粒度および３～１：１のアスペクト比を有す
る銀粒子５０～９４重量％と、１００００～１５００００の重量平均モル質量を有する熱
可塑性ポリエステル樹脂１～４重量％と、熱可塑性ポリエステル樹脂のための稀釈剤４～
４９重量％とを含有する導電性金属組成物に関する。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　説明および請求の範囲において用語「平均粒度」が使用される。それは、レーザー光の
散乱によって定量された平均一次粒子粒度（平均粒径、ｄ５０）を意味するものとする。
レーザー光の散乱の測定は粒度分析装置、例えば、Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ　Ｓ３５００装置
を使用して行なうことができる。
【０００５】
　説明および請求の範囲において用語「アスペクト比」は、本発明の導電性金属組成物に
含有された銀粒子の形状に関して使用される。それは銀粒子の最大寸法の最小寸法に対す
る比を意味し、それは、電子顕微鏡法によって定量され、統計学的に有意味な数の単一銀
粒子の寸法を測定することによって電子顕微鏡画像を評価することによって定量される。
【０００６】
　本発明の導電性金属組成物に関して、基材上にそれから適用されて１４０～＜２００℃
の範囲の低い物体温度のゆるい乾燥条件下で乾燥された導電性金属化部分の低い抵抗率お
よび良い接着性の点から改良された導電性金属組成物を本願の出願人は見出した。前記低
い抵抗率は例えば、たった６～１０μΩ・ｃｍの範囲であり得る。
【０００７】
　説明および請求の範囲において用語「物体温度」が使用される。それは、基材上に本発
明の導電性金属組成物から適用された導電性金属化部分の乾燥中に達した基材ピーク温度
を意味する。
【０００８】
　本発明の導電性金属組成物は、全導電性金属組成物に基づいて銀粒子５０～９４重量％
、または実施形態において６０～９０重量％を含有する。銀粒子はコートされなくてもよ
く、または界面活性剤で少なくとも部分的にコートされてもよい。界面活性剤は、ステア
リン酸、パルミチン酸、ラウリン酸、オレイン酸、カプリン酸、ミリスチン酸およびリノ
ール酸およびそれらの塩、例えば、アンモニウム、ナトリウムまたはカリウム塩から選択
されてもよいが、それらに限定されない。
【０００９】
　銀粒子は、４０～４５０ｎｍ、または実施形態において８０～４５０ｎｍの範囲の平均
粒度を有する。銀粒子の平均粒度が４５０ｎｍを超える場合、基材上に導電性金属組成物
から適用されて１４０～＜２００℃の範囲の低い物体温度のゆるい乾燥条件下で乾燥され
た導電性金属化部分の所望の低い抵抗率を達成することができない。
【００１０】
　銀粒子は、３～１：１、または実施形態において２～１：１の範囲のアスペクト比を示
す。前記アスペクト比は、銀粒子が、例えば、針状銀粒子（銀針状体）または銀フレーク
（銀プレートリット）のような不規則な銀粒子とは対照的に真の球状または本質的に球状
の形状を有することを示す。電子顕微鏡下で見た時に単一銀粒子はボール状またはほぼボ
ール状の形状を有し、すなわち、それらは完全に丸いかまたはほぼ丸く、楕円形であって
もよく、またはそれらは卵形の形状を有してもよい。銀粒子の表面は均一であってもよく
、それは滑らかな曲率半径を有してもよい。
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【００１１】
　４０～４５０ｎｍの範囲の平均粒度を有し３～１：１の範囲のアスペクト比を有する銀
粒子が市販されている。このような市販の銀粒子の例は、Ｆｅｒｒｏからの製品７０００
－２４および７０００－３５である。
【００１２】
　本発明の導電性金属組成物は、バインダーとして熱可塑性ポリエステル樹脂１～４重量
％または実施形態において２～３．５重量％を含有する。１～４重量％は、全導電性金属
組成物に基づいてポリエステル樹脂固形物を意味する。
【００１３】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の、ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ、固定相としてジ
ビニルベンゼン架橋ポリスチレン、液相としてテトラヒドロフラン、ポリスチレン標準）
によって定量された重量平均モル質量が１００００～１５００００または実施形態におい
て１５０００～６００００である。重量平均モル質量が１００００未満である場合、本発
明の導電性金属組成物から適用されて乾燥された導電性金属化部分の接着性は弱くなる。
それが１５００００を超える場合、本発明に適用されて乾燥された導電性金属組成物の電
導率が悪くなる場合がある。
【００１４】
　熱可塑性ポリエステル樹脂は、ヒドロキシルおよび／またはカルボキシル基のような官
能基を含有しなくてもよく、または有してもよい。したがって、そのヒドロキシル価は、
例えば、０～１２ｍｇのＫＯＨ／ｇの範囲であってもよく、そのカルボキシル価は、例え
ば、０～５ｍｇのＫＯＨ／ｇの範囲であってもよい。
【００１５】
　実施形態において、熱可塑性ポリエステル樹脂は直鎖ポリエステル樹脂である。
【００１６】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の製造は当業者に公知である。熱可塑性ポリエステル樹脂は
特に、１つ以上のポリカルボン酸を含む１つ以上のカルボキシル成分を１つ以上のポリオ
ールを含む１つ以上のヒドロキシル成分と反応させることによって製造されてもよい。１
つ以上のポリカルボン酸の他にカルボキシル成分はまた、モノカルボン酸およびヒドロキ
シカルボン酸を含んでもよい。ポリカルボン酸の代わりにそれらの無水物もまた使用する
ことができる。
【００１７】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の製造のために適したポリカルボン酸の例には、トリメリッ
ト酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフ
タル酸、１，３－および１，４－シクロヘキサンジカルボン酸、コハク酸、アジピン酸、
セバシン酸、アゼライン酸、ドデカンジカルボン酸、マレイン酸、フマル酸、またはそれ
らの組合せなどがある。
【００１８】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の製造のために適したモノカルボン酸の例には、安息香酸、
ブチル安息香酸、２－エチルヘキサン酸、イソノナン酸、ヤシ脂肪酸、デカン酸、ドデカ
ンラクタム、テトラデカン酸、ステアリン酸、パルミチン酸またはそれらの組合せなどが
ある。
【００１９】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の製造のために適したヒドロキシカルボン酸の例には、１２
－ヒドロキシステアリン酸、６－ヒドロキシヘキサン酸、ジメチロールプロピオン酸また
はそれらの組合せなどがある。
【００２０】
　１つ以上のポリオールの他にヒドロキシル成分はまた、モノアルコールを含んでもよい
。
【００２１】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の製造のために適したポリオールの例には、ビスフェノール



(4) JP 6329079 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

Ａ、エチレングリコール、異性プロパン－およびブタンジオール、１，５－ペンタンジオ
ール、１，６－ヘキサンジオール、１，１０－デカンジオール、１，１２－ドデカンジオ
ール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、水素化ビスフェノールＡ、ネオペンチルグ
リコール、ブチルエチルプロパンジオール、異性シクロヘキサンジオール、異性シクロヘ
キサンジメタノール、トリシクロデカンジメタノールのようなポリオールなどが含まれる
が、グリセロール、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリトリト
ール、ジペンタエリトリトールまたはそれらの組合せのような２個超のヒドロキシル基を
有するポリオールもまた含まれる。
【００２２】
　熱可塑性ポリエステル樹脂の製造に適したモノアルコールの例には、ヘキサノール、ド
デカノール、シクロヘキサノールまたはそれらの組合せなどがある。
【００２３】
　当業者は、ヒドロキシルおよび／またはカルボキシル含有量および重量平均モル質量に
関して上記の特性を有する熱可塑性ポリエステル樹脂が得られるように、熱可塑性ポリエ
ステル樹脂の製造のために１つ以上のヒドロキシル成分と１つ以上のヒドロキシル成分と
の性質および比率を選択する。
【００２４】
　熱可塑性ポリエステル樹脂は、１つ以上のカルボキシル成分と１つ以上のヒドロキシル
成分との重縮合によって調製されてもよい。重縮合は当業者に公知の従来の方法によって
、例えば、従来のエステル化触媒存在下で例えば１２０℃～２００℃の高温において、例
えば、溶融体中で行なわれてもよい。任意選択により、例えばキシレンなどの共留剤も使
用してよい。１つ以上のカルボキシル成分と１つ以上のヒドロキシル成分とを一緒に反応
させて、多段階または一段階合成方法で熱可塑性ポリエステル樹脂を形成してもよい。１
つ以上のカルボキシル成分と１つ以上のヒドロキシル成分とを同時に充填して一緒に加熱
して、任意選択により、互いに溶融および重縮合して熱可塑性ポリエステル樹脂を形成し
てもよい。
【００２５】
　１００００～１５００００の範囲の重量平均モル質量を有する熱可塑性ポリエステル樹
脂が市販されている。このような市販の熱可塑性ポリエステル樹脂の例は、Ｂｏｓｔｉｋ
製の製品Ｖｉｔｅｌ（登録商標）２２００ＢおよびＥｖｏｎｉｋ製の製品Ｄｙｎａｐｏｌ
（登録商標）Ｌ　９５２である。
【００２６】
　本発明の導電性金属組成物は、熱可塑性ポリエステル樹脂のための稀釈剤４～４９重量
％、または実施形態において７～３８重量％、または、別の実施形態において、８～１２
重量％含有する。稀釈剤は、熱可塑性ポリエステル樹脂を溶解すると共に１４０～＜２０
０℃の範囲の低い物体温度においてゆるい乾燥条件下で乾燥される間に本発明の導電性金
属組成物から適用された金属化部分から蒸発することができる単一の有機溶剤または２つ
以上の有機溶剤の混合物の形態をとる。適した有機溶剤の例には、ｎ－ブタノールのよう
なアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ト
リエチレングリコールおよびヘキシレングリコールのようなジオール、ブトキシエタノー
ル、プロポキシプロパノールおよびブチルジグリコールのようなエーテルアルコール、エ
チレングリコールジ－Ｃ１－Ｃ６－アルキルエーテル、プロピレングリコールジ－Ｃ１－
Ｃ６－アルキルエーテル、ジエチレングリコールジ－Ｃ１－Ｃ６－アルキルエーテル、ジ
プロピレングリコールジ－Ｃ１－Ｃ６－アルキルエーテルおよびテトラヒドロフランのよ
うなエーテル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソブチ
ルケトン、メチルアミルケトン、メチルイソアミルケトン、ジエチルケトン、ジイソブチ
ルケトン、シクロヘキサノン、イソホロン、２，４－ペンタンジオンおよびメトキシヘキ
サノンのようなケトン、エチルエトキシプロピオネート、メチルグリコールアセテート、
エチルグリコールアセテート、ブチルグリコールアセテート、ブチルジグリコールアセテ
ート、メトキシプロピルアセテート、エトキシプロピルアセテート、メトキシブチルアセ
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テート、メチルアセテート、エチルアセテート、プロピルアセテート、ブチルアセテート
、イソブチルアセテート、ペンチルアセテート異性体、ヘキシルアセテート（ａｃｔｅｔ
ａｔｅ）、へプチルアセテート、エチルヘキシルアセテート、メチルプロピオネート、エ
チルプロピオネート、プロピルプロピオネート、ブチルプロピオネート、ペンチルプロピ
オネート、ブチルブチラート、ジエチルマロネート、ジメチルアジペート、ジメチルグル
タラート、ジメチルスクシネート、エチレングリコールジアセテート、プロピレングリコ
ールジアセテート、ジブチルフタレートおよびジブチルセバケートのようなエステルまた
はエーテルエステル、アルファ-またはベータ-テルピネオールのようなテルペン、ケロシ
ンのような炭化水素、またはそれらの任意の組み合わせなどが含まれる。
【００２７】
　本発明の導電性金属組成物は少なくとも１つの添加剤を含有してもしなくてもよい。し
たがって、少なくとも１つの添加剤の比率は、全導電性金属組成物に基づいて、例えば、
０～＜１重量％の範囲である。本発明の導電性金属組成物に含有されてもよい添加剤の例
には、脱泡剤、均染剤およびレオロジー制御剤などがある。
【００２８】
　実施形態において、本発明の金属組成物は、４０～４５０ｎｍの範囲の平均粒度および
３～１：１のアスペクト比を有する銀粒子５０～９４重量％と、１００００～１５０００
０の重量平均モル質量を有する熱可塑性ポリエステル樹脂１～４重量％と、熱可塑性ポリ
エステル樹脂のための稀釈剤４～４９重量％と、少なくとも１つの添加剤０～＜１重量％
とからなり、そこで重量％の合計が１００重量％になる。
【００２９】
　本発明の導電性金属組成物は粘性組成物であり、それは銀粒子を熱可塑性ポリエステル
樹脂、稀釈剤および任意選択の１つ以上の添加剤と機械的に混合することによって調製さ
れてもよい。実施形態において、それは、銀粒子を稀釈剤中の熱可塑性ポリエステル樹脂
の溶液と機械的に混合することによって調製されてもよい。実施形態において、製造法の
動力混合、従来のロール練りに等しい分散技術を使用してもよく、ロール練りまたは他の
混合技術を使用することもできる。可能な１つ以上の添加剤を混合プロセスの様々な段階
において、例えば、混合プロセスの前および／または間に添加してもよい。
【００３０】
　本発明の導電性金属組成物を基材上の導電性金属化部分の製造において使用してもよい
。実施形態において、導電性金属化部分は導電性トラックとして作用し得る。別の実施形
態においてそれはコレクタ電極として作用し得る。
【００３１】
　したがって、本発明はまた、このような製造プロセスおよび前記製造プロセスによって
製造された導電性金属化部分を設けられた基材に関する。前記製造プロセスは、
（１）基材を提供する工程と、
（２）本発明の導電性金属組成物を基材上に適用する工程と、
（３）適用された導電性金属組成物を乾燥させて導電性金属化部分を基材上に形成する工
程を包含する。
【００３２】
　本発明の方法の工程（１）において基材が提供される。基材は、１つまたは２つ以上の
材料からなってもよい。本明細書において使用される用語「材料」はこの文脈において、
基材がそれからなる塊状材料または塊状材料のうちの１つ以上を主に指す。しかしながら
、基材が２つ以上の材料からなる場合、用語「材料」は、層として存在している材料を除
外すると誤解されるべきでない。むしろ、２つ以上の材料からなる基材には、一切の薄い
層を有さない２つ以上の塊状材料からなる基材ならびに１つまたは２つ以上の薄い層を提
供された１つまたは２つ以上の塊状材料からなる基材などが含まれる。前記層の例には、
誘電体（電気絶縁）層および活性層などがある。
【００３３】
　誘電体層の例には、二酸化シリコン、ジルコニアベースの材料、アルミナ、窒化シリコ
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ン、窒化アルミニウムおよび酸化ハフニウムのような無機誘電体材料の層、および有機誘
電体材料、例えばＰＴＦＥのようなフッ素化ポリマー、ポリエステルおよびポリイミドの
層などがある。
【００３４】
　用語「活性層」が説明および請求の範囲において使用される。それは光活性層、発光層
、半導電層および非金属導電層などの群から選択される層を意味するものとする。実施形
態において、それは、光活性層、発光層、半導電層および非金属導電層からなる群から選
択される層を意味するものとする。
【００３５】
　本開示のために、本明細書において使用される用語「光活性」は、輻射エネルギー（例
えば、光）を電気エネルギーに変換する特性を指すものとする。
【００３６】
　光活性層の例には、二セレン化銅インジウムガリウム、テルル化カドミウム、硫化カド
ミウム、硫化銅亜鉛スズ、非晶質シリコン、有機光活性化合物または色素増感光活性組成
物のような材料をベースとするかまたは含有する層などがある。
【００３７】
　発光層の例には、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、トリス（８－ヒドロキシキノリナ
ト）アルミニウムまたはポリフルオレン（誘導体）のような材料をベースとするかまたは
含有する層などがある。
【００３８】
　半導電層の例には、二セレン化銅インジウムガリウム、テルル化カドミウム、硫化カド
ミウム、硫化銅亜鉛スズ、非晶質シリコンまたは有機半導性化合物のような材料をベース
とするかまたは含有する層などがある。
【００３９】
　非金属導電層の例には、ポリアニリン、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ（ポリ３，４－エチレンジ
オキシチオフェンポリスチレンスルホネート）、ポリチオフェンまたはポリジアセチレン
のような有機導電材料をベースとするかまたは含有する層、またはインジウムスズ酸化物
（ＩＴＯ）、アルミニウムドープト酸化亜鉛、フッ素ドープト酸化スズ、グラフェンまた
はカーボンナノチューブのような透明な導電材料をベースとするかまたは含有する層など
がある。
【００４０】
　実施形態において、基材は温度感受性基材である。これは、基材がそれからなる材料ま
たは材料のうちの１つ以上が温度感受性であることを意味する。不確かさを避けるために
、これには、基材が前述の層の少なくとも１つを備え、そこで層または１つの層、複数ま
たは全ての層が温度感受性である場合を含める。
【００４１】
　「耐熱性」とは対照的に用語「温度感受性」は、基材、基材材料（＝基材がそれらから
なる塊状材料または塊状材料のうちの１つ）または基材の層および熱に暴露される時のそ
の性質に関して説明および請求の範囲において使用される。それ故、「温度感受性」は、
≧４００℃の高い物体温度に耐えないかまたは、換言すれば、≧４００℃の高い物体温度
において望ましくない化学的および／または物理的変化を受ける基材、基材材料または基
材の層に関して使用される。このような望ましくない変化の現象の例には、劣化、分解、
化学変換、酸化、相転移、溶融、構造の変化、歪みおよびそれらの組み合わせなどがある
。ガラスバインダーを含有する金属ペーストから適用される金属化部分の製造において典
型的に使用されるように例えば従来の焼成プロセスの間に≧４００℃の物体温度が生じる
。
【００４２】
　したがって、用語「耐熱性」は≧４００℃の物体温度に耐える基材、基材材料または基
材の層に対して本明細書において使用される。
【００４３】
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　基材材料の例の第１の群は有機ポリマーを包含する。有機ポリマーは典型的に温度感受
性である。適した有機ポリマー材料の例には、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、
ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＣ（ポリカーボネー
ト）およびポリイミドなどがある。
【００４４】
　基材材料の例の第２の群は有機ポリマー以外の材料、特に、無機非金属材料および金属
を包含する。無機非金属材料および金属は典型的に耐熱性である。無機非金属材料の例に
は、単結晶シリコン、多結晶シリコン、炭化シリコンのような無機半導体、およびガラス
、石英、ジルコニアベースの材料、アルミナ、窒化シリコンおよび窒化アルミニウムのよ
うな無機誘電体材料などがある。金属の例にはアルミニウム、銅および鋼などがある。
【００４５】
　基材は様々な形態をとってもよく、それらの例には、フィルムの形態、箔の形態、シー
トの形態、パネルの形態およびウエハーの形態などがある。
【００４６】
　本発明の方法の工程（２）において導電性金属組成物が基材上に適用される。基材が前
述の層の少なくとも１つを設けられる場合、導電性金属組成物がこのような層上に適用さ
れてもよい。導電性金属組成物は例えば、０．１～１００μｍの乾燥フィルム厚さに適用
されてもよい。導電性金属組成物の適用方法は、印刷、例えば、フレキソ印刷、グラビア
印刷、インクジェット印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷、ノズル／押出印刷、エー
ロゾルジェット印刷であってもよく、またはそれはペンによる書き込みであってもよい。
多様な適用方法によって導電性金属組成物を適用して、基材の全表面または１つの部分だ
けまたは複数の部分を被覆することができる。例えば、導電性金属組成物をパターンで適
用することが可能であり、そこでパターンは、点または例えば１０または２０μｍしかな
い乾燥線幅を有する細い線のような微細構造を含めてもよい。
【００４７】
　本発明の方法の工程（３）において、適用された導電性金属組成物を乾燥させて導電性
金属化部分を基材上に形成する。この乾燥工程の主要な目標は、有機溶剤の除去である。
しかしながら、乾燥工程はまた、金属化母材の高密度化を促進してもよい。乾燥は例えば
、１～６０分間にわたって１００～２４０℃、または実施形態において１３０～２００℃
、または、別の実施形態において、１４０～＜２００℃の範囲の物体温度において行なわ
れてもよい。当業者は、工程（１）において提供された金属組成物および基材のポリエス
テル樹脂成分の熱安定性を考慮する物体温度を選択する。
【００４８】
　乾燥を例えばベルト式、回転式または固定乾燥機、または箱形炉を使用して行なうこと
ができる。熱は対流によっておよび／またはＩＲ（赤外線）放射線を利用して適用されて
もよい。乾燥はエアブローイングによって補助されてもよい。
【００４９】
　代わりに、乾燥は全体的にみて基材の温度よりも高い金属化部分の局部温度をもたらす
方法を使用して行なわれてもよく、すなわちこのような場合、基材の物体温度は、乾燥中
に、室温しかなくてもよい。このような乾燥方法の例には、フォトニック加熱（高強度の
光の吸収による加熱）、マイクロ波加熱および誘導加熱などがある。
【００５０】
　本発明の方法の工程（３）の終結後に得られた金属化基材が電子デバイスに相当する場
合がある。しかしながら、それは電子デバイスの製造において一部分だけまたは中間物を
形成することも可能である。前記電子デバイスの例には、ＲＦＩＤ（高周波識別）デバイ
ス、光電池デバイス、特に太陽電池、発光デバイス、例えば、ディスプレイ、ＬＥＤ（発
光ダイオード）、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）、スマートパッケージングデバイス、
およびタッチスクリーンデバイスなどがある。金属化基材が前記一部分だけまたは中間物
を形成する場合、それはさらに加工される。前記さらなる加工の一例は、金属化基材を封
入してそれを環境的な影響から保護することであってもよい。前記さらなる加工の別の例
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は、乾燥された金属化部分に前述の誘電体または活性層の１つ以上を提供することであっ
てもよく、そこで活性層の場合、金属化部分と活性層との間に直接または間接の電気的接
触が形成される。前記さらなる加工のさらに別の例は、後でシード金属化部分として作用
する金属化部分の電気めっきまたは光誘起電気めっきである。
【実施例】
【００５１】
実施例１～１１（導電性金属組成物の製造および試験、一般的な手順）
　９０℃まで加熱することによって熱可塑性ポリエステル樹脂をＩｎｖｉｓｔａ製の二塩
基性エステル溶媒ＤＢＥ－３（ジメチルアジペート８９重量％とジメチルグルタラート１
０重量％とを含有する混合物）９．８ｐｂｍ（質量部）中に溶解して、粘性液体媒体を形
成した。この媒体に銀粉末を添加し、得られた材料をジャイレートリーミキサーを使用し
て混合した。ポリエステル樹脂、銀粉末およびＤＢＥ－３の混合物が合計１００ｐｂｍに
ならなかった場合、ＤＢＥ－３を添加して残りを補った。次に、三本ロール練り機を使用
して混合物をロール練りして、（Ｈｅｇｍａｎゲージを使用して定量された）十分に分散
されたペーストを得た。このペーストを幅７２０μｍのスクリーン開口を通して清浄なフ
ロートガラス基材上に線としてスクリーン印刷し、その後、１時間１９０℃に予め設定さ
れた静的炉（ｓｔａｔｉｃ　ｏｖｅｎ）内で乾燥させた。
【００５２】
　乾燥された印刷物の電気抵抗を４線プローブを使用して測定し、それから印刷物の抵抗
率を計算した（μΩ・ｃｍ単位）。
【００５３】
　接着性をＳｃｏｔｃｈ（登録商標）６００セロファンテープを使用して検査した。印刷
された線にテープを適用し、印刷方向に１８０°において引っ張った。接着性の良好さを
テープによって除去された材料の量によって測定した（除去されない＝可、除去または部
分的な除去＝不可）
【００５４】
　鉛筆硬度をＩＳＯ　１５１８４によって試験した。
【００５５】
　表１は、製造された組成物の組成および試験結果を記載する。
【００５６】
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【表１】

　本発明は以下の実施の態様を含むものである。
１．４０～４５０ｎｍの範囲の平均粒度および３～１：１のアスペクト比を有する銀粒子
５０～９４重量％と、１００００～１５００００の重量平均モル質量を有する熱可塑性ポ
リエステル樹脂１～４重量％と、前記熱可塑性ポリエステル樹脂のための稀釈剤４～４９
重量％とを含む導電性金属組成物。
２．前記銀粒子が前記組成物の６０～９０重量％である、前記１に記載の導電性金属組成
物。
３．前記熱可塑性ポリエステル樹脂が前記組成物の２～３．５重量％である、前記１に記
載の導電性金属組成物。
４．前記稀釈剤が前記組成物の７～３８重量％である、前記請求項１に記載の導電性金属
組成物。
５．１つ以上の添加剤を含む、前記１に記載の導電性金属組成物。
６．４０～４５０ｎｍの範囲の平均粒度および３～１：１のアスペクト比を有する銀粒子
５０～９４重量％と、１００００～１５００００の重量平均モル質量を有する熱可塑性ポ
リエステル樹脂１～４重量％と、前記熱可塑性ポリエステル樹脂のための稀釈剤４～４９
重量％と、少なくとも１つの添加剤０～＜１重量％とからなる前記１に記載の導電性金属
組成物であって、前記重量％の合計が１００重量％になる、導電性金属組成物。
７．前記熱可塑性ポリエステル樹脂が直鎖ポリエステル樹脂である、前記１に記載の導電
性金属組成物。
８．導電性金属化部分を基材上に製造するための方法であって、
　（１）基材を提供する工程と、
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　（２）前記１に記載の導電性金属組成物を前記基材上に適用する工程と、
　（３）前記適用された導電性金属組成物を乾燥させて導電性金属化部分を前記基材上に
形成する工程とを含む、方法。
９．前記基材が１つ以上の材料を含む、前記８に記載の方法。
１０．前記基材が２つ以上の材料を含み、前記材料のうちの１つ以上が、誘電体層および
活性層からなる群から選択される、前記９に記載の方法。
１１．前記活性層が、光活性層、発光層、半導電層および非金属導電層からなる群から選
択される、前記１０に記載の方法。
１２．前記２つ以上の材料のうちの１つまたは１つ以上が有機ポリマー、無機非金属材料
および金属からなる群から選択される塊状材料である、前記９に記載の方法。
１３．前記導電性金属組成物が印刷またはペンによる書き込みによって適用される、前記
８に記載の方法。
１４．前記乾燥が、１００～２４０℃の範囲の物体温度において１～６０分間にわたって
行なわれる、前記８に記載の方法。
１５．前記乾燥がフォトニック加熱、マイクロ波加熱または誘導加熱によって行なわれる
、前記８に記載の方法。
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